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Unidade | - Estampagem e Conformag¢@o Mecéanica: Corte de chapas; Dobramento e encurvamento; Estampagem
profunda; Cunhagem; Repuxamento; Conformacao; Extrusdo; Mandrilagem; Fabricacéo de tubos; Estiramento.
Unidade Il - Metalurgia do P6: Matérias primas; Mistura dos pds; Compactacdo dos pos; Sinterizagdo; Dupla
compactacao; Tratamentos; Considera¢des sobre o projeto.

Unidade Il - Soldagem: Tipos de juntas soldadas; metallrgica da solda; Processos de soldagem; Brasagem;
Propriedades mecénicas e ensaios das soldas.

Unidade IV - Tratamentos Térmicos: Fatores de influéncia nos tratamentos térmicos; Operacdes de tratamento térmico;
Tratamentos termoquimicos; Préatica dos tratamentos térmicos.

Unidade V - Processamento de Polimeros: Classificacdo e propriedades; Processos de fabricagdo e transformacéo:
Moldagem por compresséao e transferéncia; Injecédo; Extruséo; Insuflacdo; Fundicéo.

Unidade VI - Processamento de Ceramicas: Classificagéo e propriedades; Processamento; Aplicacdes.

Unidade VII - Processos de Fabricacdo e Montagem de Placas de Circuito Impresso: Fabricacédo de PCI: Face simples;
Face dupla; Multicamadas; Processo subtrativo; Aditivo; Panel Platting; Processos de montagem de PCI: Tecnologia de
furo passante; Tecnologia de montagem sobre superficie.

OBJETIVO GERAL

Identificar e correlacionar os tipos de processos mecanicos utilizados na fabricacdo de placas e componentes eletrénicos.
Apresentar, identificar e descrever os parametros significativos, o funcionamento e aplicacdes de cada processo
mecanico, envolvidos na produ¢éo dos componentes e dos bens finais, da area de eletroeletronica.
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